






















































专利名称(译) 微器件面板及其制造工艺
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摘要(译)

提供了一种包括以下步骤的微器件面板的制造工艺。 在转移基板上形成
有多个微型设备组，并且多个微型设备组中的每个具有至少一个微型设
备。 提供了多个接收块。 多个微型装置组分别通过转移头从转移基板转
移到多个接收块上，以形成多个构件。 多个构件被放置在接收基板上。 
最后，通过多个连接设备将接收基板上的相邻构件连接起来，以形成微
设备面板。
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